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摘要 通过介质膜ZnS、CdTe薄膜材料的Ar 束溅射沉积研究．结合HgCdTe器件工艺·成功制备了阻ZnS、CdTe 

属晏 质旗 曲楚缘层的Hg(MTeMIS撂件；通过对器件的C V特性实验分析，获得 了CdTe／HgCdTe界面电学特 

性参数 实验表明 溅射沉积舟质腰cdTe+ZnS对HgCdTe的表面钝化已经可啦满足 HgCdTe红外焦翠面器件表 

面镜化 的各项要求， 
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FABRICATIoN AND STUDY ON THE HgCdTe M IS DEVICE 

oF CdTe+ ZnS DOUBLE INSULAToR FILMS 
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Abstract The HgCdTe MIS d“’ice of CdTe and ZnS double insulator layers successfully fabricated by using 

the techniques ol the Ar beam sputtering deposition of CdTe and ZaS films and the HgCdTe device manufaeture． 

The MIS device C— measurement was used to give the electric character of the CdTe／HgCdTe interface It is 

proved that the CdTe+ ZnS double layer passivaat carl satisfy the surface passivation of HgCdTe infrared focal 

P JaDe atray- 
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碲镉汞因为有很强 的军事、航空航天应用背景 

而得到各发达国家的高度重视 ．随着军用热成像 

系统从第一代向第二代的过渡．要求 HgCdTe红外 

焦平面(FPA)芯片必须以光伏形式工作 ，因此器 

件各关键工艺均必须作相应的调整．具体到器件的 

表面钝化．攻关的方案为碲镉汞表面的介质膜钝化 

国家高技术航天领域青年基金(编号：863—2．O0．4】和江苏省教 

蚕 自然科学基盘 (编号 ：98KJB430001)资助项 目 

稿件收到 13期 2001一O1_1 9，修 改稿收到 日期 2001 00 13 

(成熟的自身阳极氧化膜由于太大的界面固定电荷密 

度而无缘于HgCdTe FPA器件工艺)．CdTe由于其 

化学组份、晶格常数、晶体结构等均与碲镉汞很接近， 

完全耗尽的CdTe具有好的绝缘性，加之 CdTe有很 

好的稳定性、抗辐射能力而被认为是 最理想的 

HgCdTe FPA器件芯片的表面钝化材料 j．ZnS由 

于其光学常数适当，被希望用来实现 HgCdTe器件 
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HgCdTe MIS器件的研究是一项专门的课题． 

通 过 MIS器 件 的 制 备 可 以 在 HgCdTe上 实 现 

CCD、CID．是完成 HgCdTe红外焦平面单片集成技 

术的首选路线；而且 HgCdTe MIS器件本身也是一 

种红外敏感元件．但本文制备研究 HgCdTe MIS器 

件的目的并不在于上述原 因．而是为了更好地研究 

介质膜／McT界面电学特性． 

利用 Ar 束溅射沉积技术、获得 了性 能优 良的 

ZnS、CdTe介质膜，介质膜具有优良的牯附性，在工 

作波段内有高的光透过率．表面形貌、组份均匀性良 

好．而且 获得 的 介质膜／HgCdTe界 面，特别 是 

CdTe／HgCdTe界面，具有和成熟的自身阳极氧化 

膜．／HgCdTe界面一样低的界面态密度、界面陷阱密 

度 一，证明了这种介质膜已有 相当水平的 HgCdTe 

器件芯片表面钝化的能力，但作为 HgCdTe光伏器 

件(HgCdTe FPA)的表面钝化 ．还有一项指标 ：要 

求保证芯片的HgCdTe晶体表面呈近平带．因此要 

求钝化介质膜 与 HgCdTe界面固定 电荷密度必须 

足够小(小于 5×101ogin一)-1 3．否则 由于芯片表面势 

对 HgCdTe表面能带的弯曲作用，芯片表面漏电 

流，可能会大到令器件失效的程度 ．为了获得可靠 

的介质膜／HgCdTe界面电学特性的第一手数据．最 

好是直接利用相应的介质膜制备出 MIS器件，对 

MIs器件 的 C V特性研究可以给 出所需要 的介质 

膜／HgCdTe界面电学特性参数值 ．这一课题的最 

大困难是高质量 HgCdTe MIS器件的制备．它不仅 

要求介质膜必须有优 良的绝缘性．而且介质膜必须 

致密均匀．具有很好的抗机械、热冲击能力(MIS器 

件栅极 f线 时无法避免要对器件有一定的机械、热 

冲击)．从另一角度讲：MIs器件的制备也是对介质 

膜的质量 、性能 、材料生长技术 以及器件工艺水平的 

一 次全面检验． 

1 实验 

1．1 MIS器件的制备 

MIS器件的成品率与 HgCdTe晶体表面处理 

过程及介质膜生长厚度有关．研究认为 ：HgCdTe 

表 面化学机械抛光后．不经过化学腐蚀，制备的 

MIS器件成 品率明显 高于经过化学腐蚀 后 的 

HgCdTe表面制备的 MIS器 件；介质膜越厚 ．MIS 

器件成品率越高．HgCdTe光伏器件表面钝化介质 

膜的厚度一般仅在 200nm左右．基于本文制备研究 

MIS器件的目的．本 文 MIs器件制备 过程选择为： 

首先对 HgCdTe晶体进行表 面处理(机械抛光 、化 

学 机 械 抛 光、化 学 腐 蚀 )，获 得 尽 可 能 完 整 的 

HgCdTe晶体表面(HgCdTe材料性能参数如下：x 

=0．2587一上一7．03#m， _k：2．76×1O“cm ． 

= 1．63× 10 cIn 。，P 一 7．91× lO n ·cm ，p 一 

8．44× 10_ n ·gin， ，k一 2．89× 10 4cm ／s·V ， a 

一 4．58×10aom／s·V)；然后进行介质膜生长．介质 

膜溅射沉积条件为：CdTe介质：Ar 束能量 为 

250eV、束流为 40mA，CdTe膜厚为 l55ran；ZnS介 

质膜：Ar 束能量为 350eV、束流为 55mA，ZnS膜 

厚为 1 32nm；然后进行光刻栅极孔、沉积金属栅极、 

去胶、引线(栅极面积为 1．2×10⋯cm ；栅极选择成 

熟的Cr／Au工艺)．这样的工艺流程对介质膜的绝 

缘性、抗机械、热冲击能力提出了更高的要求(相对 

于光伏器件的表面钝化要求)． 

1．2 MIS器件的 c·V特性测■ 

MIS器件 c—V特性的测量是在一套 自建的宽 

频带阻抗测量系统 中实现的．系统 工作频带为 

】00Hz ]00kHz，交流小信号幅度小于 10mV，电容 

测量精度高于 0．02PF，电导精度(G／W)可高于 0． 

2PF．即 100kHz的频率下电导G的测量精度高于2 

×l0_“n 实际MIS器件c—V测量中，采用的交流 

小信号频率为 l0kHz．振幅为 7．5mY．直流电压线性 

扫描速率小于 100mV／s．器件的c·V测量是在 77K 

下进行的(将MIS器件直接浸没在液氮之中)． 

2 结果与讨论 

图 l为 CdTe+ZnS双层介质膜 HgCdTe MIS 

器件的四张变偏压c·V特性曲线测量图谱．其中a， 

b、c、d曲线测量时的器件栅压变化范围u 分别为 

± 0．674V 、± 1．1 78V、± 2．062V 、士 3．33V． 

从图 1中不同栅压变化范围测量的 C·V特性 曲 

线可知．C V曲线同样存在着明显的滞后现象，而且 

偏压扫描范围越大．滞后现象也越严重，表明器件 

cdTe／HgcdTe界面附近存在一定数量的慢态．表 l 

中列出了器件在不同栅压扫描范围 内测量的c· 

V曲线滞后电压 ．从图 l中的最大电容值可知器 

件绝缘层电容为 一31．5PF，由此可以推算出不同 

栅压扫描范围内对测量电容产生影响的界面慢态密 

度值Ⅳ (见表1)．图2中画出了表l中器件慢态密度 

Ⅳ 随栅压扫描幅度u 变换情况．从图2中可见器件 

界面慢态密度与栅压幅度值间呈线性关系．表明界面 

慢态能级基本均匀地分布在HgCdTe能带内． 

对比图 1及表 1中 MIS器件的c·V曲线研究 

结果可知：随着测量栅压 幅度U 的增加 ，器件最低 
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U 

圈 l 不同栅压变化下测出的77K CdTeTZnS双层舟质膜 n HgCdTe M1S器件 C V特性曲线 

(a)栅压变化范围±0 674V 【b J栅压变化范围±ll 178V 

(c)栅压变化范围±2．062V (d)栅压变化范围±3．33V 

Fi ．1 the 77K C V ryes of n HgCdTe MIS device of CdTe／ZnS double insulator layers n1e删  d 

n different rid bias voltage ra ges (a)grid bias voltage range of±0 674V 【b)grid bias ohag 

㈨ ge of± 1．1 78V (c)grid bias voltage of±2 062V (d)grid bias vo]tage range of±3·33V 

电容对应的器件栅压 U 也有差异．栅压变化幅度 

U 越大，器件正扫描 (~It1由正电位 向负电位变 

化 )时最低 电容对 应的栅极 电位 U一 也越高，表明 

器件界面附近同样存在一定数量的电子陷阱·且这 

些电子陷阱态在能带内也同样存在一定的分布． 

根据 HgCdTe材料电学参数确定的材料表面 

襄 l CdTe1_zns双层介质膜 HgCdTe MIS器件 77K 时的滞后电压 ¨ 、慢 态密度 M 、最低电窖栅压 Ucu、 

平带电压 U邝、固定电荷面密度 的测量值随测量时加在器件栅极上的扫描电压变化范围 的变化情况 

Table l Electric param eters(1ag voltage ，slow state density N s，grid voltage at the minimum c叩  dty 

grid v0It ge at the flat surface band gap U邝 and fixed charge de y )0f the CdTe／HgcdT i t f 。 

0f the M IS device t~ ted in 4 different grid scanning voltage ranges Uz． 
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Fig. 1 tbe 77K C~~T curves uf n-HgCdTe ~lS devLce uf CdTc/ZnS double Lnsulator layers mea~ured 

in different gnd bia!' voltage range:;:. la) gnd bias voltagt;' cangt:" of ±O. 674V lb) gnd bia .... voltage 

range of ± 1. 178V (c) gnd bias voltage of ±2. 062V <d) grid bias voltage range (If ±3. 2.3V 
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图2 cdTe+ZnS双层介质膜 HgCdTe MIS器件 

cdn／HgcdTe界面慢态密度随栅压幅度变化情况图 

Fig．2 The slow state density of the CdTe／HgCdTe 

interface of the MIS device versus the measurement 

grid bias voltage variation range 

(界面)德拜屏蔽常数 Ln可以确定材料平带时的表 

面电容c ，从而可知器件的平带电容c一 从图1中 

可知栅压变化范围为±3 33V时 器件的平带电压 

应为 UFB一0．35V，CdTe／'HgCdTe界面固定电荷面 

密度 为一4．9×101 o 一 (其中应包含有此时界面 

电子陷阱中电子 电荷的贡献 )，所 以器件的平带电压 

ur 应低于0．35V(实际应低于 0．1 677V)，界面固定 

负电荷密度值 也应低于 4．9×10” (实际也应 

低于 2．35×10 cⅢ )． 

3 结论 

总结上述 CdTe+ZnS双层介质膜 HgCdTe 

MIS器件的制备及 c—V特性实验研究结果，可以得 

到以下结论： 

(1)这里溅射沉积的CdTe介质膜与 HgCdTe 

界面间存在 1．51×10“em 的慢态密度，这些慢态 

能级基本均匀地分 布在 HgCdTe能带内．由于慢态 

能级 中在能带较大 范围内均匀分布着，而实际 

HgCdTe光伏器件的动态范围不会很大，因此对探 

测器造成严重影响的界面慢态密度应该很小． 

(2)cdTe／HgcdTe界面附近存在一定数量的 

固定负电荷和电子陷阱．固定负电荷面密度值应低 

于 2．35×10 cm一，因此能够满足 HgCdTe光伏器 

件(HgCdTe FPA)表面钝化近平带的要求． 

(3)CdTe+ZnS双层介质膜(双层介质膜总厚 

度仅为 287nm)HgCdTe MIS器件的成功制备，证 

明了用 Ar 束溅射沉积法生长的介质膜 (ZnS、 

CdTe)具有很好的致密性、绝缘性以及抗机械、热冲 

击的能力． 

实验证明：溅射沉积双层介质膜 CdTe+ZnS 

对 HgCdTe表面钝化已经可以满足 HgCdTe红外 

焦平面器件芯片表面钝化的各项要求． 
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